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1.1 Rozsah

Tento standard je souhrnem kritérií přijatelnosti pro vizuální
kontrolu kvality elektronických sestav.

V tomto dokumentu jsou obsažena kritéria přijatelnosti
pro výrobu elektrických a elektronických sestav. Starší
standardy pro elektronické sestavy obsahovaly ucelenější
pokyny a technologie. Pro hlubší porozumění doporučením
a požadavkům v tomto dokumentu lze tento dokument
používat spolu se standardy IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820
a IPC J-STD-001.

Kritéria, obsažená v tomto dokumentu, nemají za cíl
definovat postupy, jak provádět montážní operace a též
nejsou určena pro schvalování oprav/modifikací nebo
změn zákazníkova výrobku. Např. uvedená kritéria
pro přichycování komponent adhezivem neznamenají/
neopravňují/nepožadují, že k přichycení bude použito
adhezivum, obrázek vývodu ovinutého kolem pájecího
zakončení ve směru hodinových ručiček neznamená/
neopravňuje/ nepožaduje, že všechny vývody/dráty
musí být obtáčeny ve směru hodinových ručiček.

Uživatelé tohoto standardu by měli být seznámeni
s příslušnými požadavky dokumentu a se způsobem
jejich aplikace.

Objektivní průkaznost těchto znalostí by měla být
zachována. Není-li objektivní důkaz k dispozici, měla
by organizace zvážit pravidelné hodnocení schopnosti
zaměstnanců stanovit vhodná vizuální kritéria pro přijetí.

IPC-A-610 obsahuje kritéria překračující rozsah IPC
J-STD-001, kde jsou definovány požadavky pro manipulaci,
mechanické a operativní zpracování. Tabulka 1-1 podává
souhrn souvisejících dokumentů.

Kritéria přijatelnosti elektronických sestav

1 Předmluva
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